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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】狭額縁化を図りつつ、有機ＥＬ素子の信頼性を
向上させることが可能な有機ＥＬ表示装置、および電子
機器を提供する。
【解決手段】基板１１上に発光素子を有する複数の画素
が配設された表示領域１１０Ａと、表示領域の外縁側に
設けられ、周辺回路１２Ｂを有する周辺領域１１０Ｂと
、表示領域から周辺領域へ延在するように設けられた、
第１絶縁層１５１および第２絶縁層１５２と、表示領域
と周辺領域との間の第１絶縁層に設けられた第１分離溝
２１と、第１分離溝および周辺領域の第1絶縁層上に設
けられた第１導電層１６１Ｂと、第２絶縁層の少なくと
も端面が有機層または第２電極によって覆われた第１被
覆部と、第１被覆部の外縁側に設けられると共に、第１
導電層と第２電極とが積層されてなる封止部２３と、第
１分離溝によって周辺領域側に分離された第１絶縁層の
外縁側の端面が第１導電層によって覆われた第２被覆部
２４とを備えた有機ＥＬ表示装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ、基板側から第１電極、発光層を含む有機層および第２電極の順に積層された
発光素子を有する複数の画素が配設された表示領域と、
　前記表示領域の外縁側に設けられると共に、周辺回路を有する周辺領域と、
　前記表示領域から前記周辺領域へ延在するように設けられた、下層側の第１絶縁層およ
び上層側の第２絶縁層と、
　前記表示領域と前記周辺領域との間の前記第１絶縁層に設けられた第１分離溝と、
　前記第１分離溝の側面から底部を介して、周辺領域の前記第1絶縁層上に設けられた第
１導電層と、
　前記第２絶縁層の少なくとも端面が前記有機層または前記第２電極によって覆われた第
１被覆部と、
　前記第１被覆部の外縁側に設けられると共に、前記第１導電層と前記第２電極とが積層
されてなる封止部と、
　前記第１分離溝によって前記周辺領域側に分離された前記第１絶縁層の外縁側の端面が
前記第１導電層によって覆われた第２被覆部と
　を備えた有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記基板と前記第１絶縁層との間に、前記基板側から第２導電層、第３絶縁層の順に設
けられ、前記第１分離溝は前記第１絶縁層および前記第３絶縁層を分離し、前記第１分離
溝の底部において前記第１導電層と前記第２導電層とが積層された接続部が形成されてい
る、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記第２電極および前記第２導電層は、前記第１導電層を介して電気的に接続されてい
る、請求項２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記第１電極および前記第１導電層は同一工程によって形成されている、請求項１に記
載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記周辺領域に設けられると共に、前記第１絶縁層を内部領域側と外部領域側とに分離
する第２分離溝を有する、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記第２分離溝の壁面および底面は前記第１導電層によって被覆され、前記第２分離溝
は前記第２電極によって埋め込まれている、請求項３に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項７】
　前記有機層と前記第２電極との間に高抵抗層を有する、請求項１に記載の有機ＥＬ表示
装置。
【請求項８】
　前記第１絶縁層および前記第２絶縁層は有機絶縁層であり、前記第３絶縁層は無機絶縁
層である、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項９】
　前記基板の端部にシール材が配設されている、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１０】
　前記周辺回路は、前記基板上において前記第３絶縁層の下層側に形成されている、請求
項２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１１】
　前記発光素子は、前記基板上に、前記第１電極側から、正孔注入層、正孔輸送層、発光
層、電子輸送層および電子注入層の順に設けられている、請求項１に記載の有機ＥＬ表示
装置。
【請求項１２】
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　前記発光素子は、前記基板上に、前記第１電極側から、正孔注入層、正孔輸送層、発光
層、電子輸送層、電子注入層、電荷発生層、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送
層および電子注入層が設けられている、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１３】
　前記複数の画素は、赤色画素、緑色画素、および青色画素、または、赤色画素、緑色画
素、青色画素、および白色画素からなる、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１４】
　有機ＥＬ表示装置を備え、
　前記有機ＥＬ表示装置は、
　それぞれ、基板側から第１電極、発光層を含む有機層および第２電極の順に積層された
発光素子を有する複数の画素が配設された表示領域と、
　前記表示領域の外縁側に設けられると共に、周辺回路を有する周辺領域と、
　前記表示領域から前記周辺領域へ延在するように設けられた、下層側の第１絶縁層およ
び上層側の第２絶縁層と、
　前記表示領域と前記周辺領域との間の前記第１絶縁層に設けられた第１分離溝と、
　前記第１分離溝の側面から底部を介して、周辺領域の前記第1絶縁層上に設けられた第
１導電層と、
　前記第２絶縁層の少なくとも端面が前記有機層または前記第２電極によって覆われた第
１被覆部と、
　前記第１被覆部の外縁側に設けられると共に、前記第１導電層と前記第２電極とが積層
されてなる封止部と、
　前記第１分離溝によって前記周辺領域側に分離された前記第１絶縁層の外縁側の端面が
前記第１導電層によって覆われた第２被覆部と
　を有する電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、有機エレクトロルミネセンス（ＥＬ；Electro Luminescence）現象を利用し
て発光する有機ＥＬ表示装置、およびそのような有機ＥＬ表示装置を備えた電子機器に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　有機材料のＥＬ現象を利用して発光する有機ＥＬ素子は、陽極と陰極との間に有機正孔
輸送層や有機発光層を積層させた有機層を設けて構成されており、低電圧直流駆動による
高輝度発光が可能な発光素子として注目されている。ところが、この有機ＥＬ素子を用い
た表示装置（有機ＥＬ表示装置）では、吸湿によって有機ＥＬ素子における有機層の劣化
が生じ、有機ＥＬ素子における発光輝度が低下したり発光が不安定になる等、経時的な安
定性が低くかつ寿命が短いといった問題があった。
【０００３】
　そこで、例えば特許文献１には、基板における有機ＥＬ素子やその他の回路が形成され
た素子形成面側に、封止のためのカバー材を配置し、基板とカバー材との周縁部をシール
材で封止するようにした有機ＥＬ表示装置が提案されている。また、この特許文献１には
、水蒸気等の浸入を防ぐ保護膜として、シール材の外側を硬質な炭素膜で覆う構成も提案
されている。このような構成により、基板上に形成された有機ＥＬ素子が外部から完全に
遮断され、有機ＥＬ素子の酸化による劣化を促す水分や酸素等の物質が外部から浸入する
ことを防ぐことが可能となっている。
【０００４】
　また、この他にも、基板における有機ＥＬ素子やその他の回路が形成された素子形成面
側に、接着剤を介して封止のためのカバー材を貼り合わせるようにした、完全固体型の有
機ＥＬ表示装置も提案されている。



(4) JP 2015-187928 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－９３５７６号公報
【特許文献２】特開２００６－５４１１１号公報
【特許文献３】特開２００８－２８３２２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　有機ＥＬ表示装置では一般に、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ；Thin Film Transistor）を
用いて構成された駆動回路を覆う状態で層間絶縁層が設けられており、この層間絶縁層上
に有機ＥＬ素子が配列形成された構成となっている。この場合、駆動回路の形成によって
生じる段差を軽減して平坦化された面上に有機ＥＬ素子を形成するため、例えば有機感光
性絶縁層等を用いた平坦化膜によって、層間絶縁層を形成する。ところが、このような有
機材料からなる層間絶縁層（有機絶縁層）は水を通し易いため、大気に晒されている層間
絶縁層の断面から水分が侵入し、有機ＥＬ素子を劣化させるという問題があった。
【０００７】
　そこで、このような問題を解決するため、表示領域を囲む位置（表示領域の外縁側）に
、上記した有機絶縁層をその内部領域側と外部領域側とに分離する分離溝を形成するよう
にした有機ＥＬ表示装置が提案されている（例えば、特許文献２，３参照）。このような
分離溝を設けることにより、有機絶縁層における上記外部領域側に存在する水分が、この
有機絶縁層内を通過して内部領域側（表示領域側）に浸入することが回避される。したが
って、上記したような、表示装置内に取り残された水分が有機絶縁層を通過することに起
因する有機層（有機ＥＬ素子）の劣化を抑えることが可能となっている。
【０００８】
　しかしながら、この特許文献２，３に提案されている構造では、例えば白色有機ＥＬ素
子等の有機層等を成膜する際にエリアマスクを使用する場合には、以下の問題が生じてし
まうため、改善の余地があった。即ち、このような場合、エリアマスクのアライメントず
れ（マスクずれ領域）と膜の回り込み（テーパ領域）とを考慮すると、実際には、上記し
た分離溝を、表示領域から十分に離れた位置に形成する必要がある。このため、額縁を広
く取る必要が生じ（表示領域と周辺領域との間の距離を広くする必要が生じ）、狭額縁化
（表示装置の小型化、低コスト化）を図ることが困難となってしまう。加えて、表示領域
と周辺領域との間の距離を広くする必要が生じることから、この領域（分離溝の内部領域
）における有機絶縁層内に含まれる水分が有機層へ侵入することに起因して、有機層が劣
化してしまうことになる。
【０００９】
　本開示はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、狭額縁化を図りつつ、有
機ＥＬ素子の信頼性を向上させることが可能な有機ＥＬ表示装置、およびそのような有機
ＥＬ表示装置を備えた電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示の有機ＥＬ表示装置は、それぞれ、基板側から第１電極、発光層を含む有機層お
よび第２電極の順に積層された発光素子を有する複数の画素が配設された表示領域と、表
示領域の外縁側に設けられると共に、周辺回路を有する周辺領域と、表示領域から周辺領
域へ延在するように設けられた、下層側の第１絶縁層および上層側の第２絶縁層と、表示
領域と周辺領域との間の第１絶縁層に設けられた第１分離溝と、第１分離溝の側面から底
部を介して、周辺領域の第1絶縁層上に設けられた第１導電層と、第２絶縁層の少なくと
も端面が有機層または第２電極によって覆われた第１被覆部と、第１被覆部の外縁側に設
けられると共に、第１導電層と第２電極とが積層されてなる封止部と、第１分離溝によっ
て周辺領域側に分離された第１絶縁層の外縁側の端面が第１導電層によって覆われた第２
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被覆部とを備えたものである。
【００１１】
　本開示の電子機器は、上記本開示の有機ＥＬ表示装置を備えたものである。
【００１２】
　本開示の有機ＥＬ表示装置および電子機器では、表示領域と周辺領域との間に第１絶縁
層を表示領域側と周辺領域側とに分離する第１分離溝が形成されている。また、周辺領域
において、第２絶縁層の端面が有機層または前記第２電極によって覆われた第１被覆部お
よびこの被覆部よりも外縁側において第１導電層と第２電極とが積層されてなる封止部が
設けられている。これにより、有機層の形成領域の外縁側の一部の領域に第１絶縁層およ
び第２絶縁層を分離する分離溝を形成している従来とは異なり、第１分離溝の外縁側（従
来の場合における上記分離溝の内部領域に対応）における第１絶縁層および第２絶縁層内
に含まれる水分の有機層へ浸入が回避される。また、更に外縁の、第１分離溝によって分
離された第１絶縁層の外縁側の端面が第１導電層によって覆われた第２被覆部を設けるこ
とにより、外部から第１絶縁層を介しての有機層への水分の浸入が低減される。
【発明の効果】
【００１３】
　本開示の有機ＥＬ表示装置および電子機器によれば、表示領域と周辺領域との間の第１
絶縁層に第１分離溝を設け、周辺領域に第２絶縁層の端面が有機層または前記第２電極に
覆われた第１被覆部および第１導電層と上部電極とが積層されてなる封止部を形成するよ
うにした。これにより、第１分離溝の外縁側の第１絶縁層および第２絶縁層に含まれる水
分が有機層へ浸入することを回避することができる。更に、第１分離溝によって分離され
た周辺領域の第１絶縁層の外縁側の端面が第１導電層によって覆われた第２被覆部を設け
るようにしたので、外部から第１絶縁層への水分等の浸入を防止することができる。これ
により、有機層への水分、あるいは有機層を劣化させる虞のあるガス等の浸入を更に低減
することが可能となる。よって、狭額縁化を図りつつ、有機ＥＬ素子の劣化を抑えて信頼
性の高い表示装置を提供することが可能となる。なお、ここに記載された効果は必ずしも
限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の一実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の構成を表す断面図である。
【図２】図１に示した有機ＥＬ表示装置の平面図である。
【図３】図１に示した有機ＥＬ表示装置の全体構成を表す図である。
【図４】図３に示した画素駆動回路の一例を表す図である。
【図５】図１に示した有機ＥＬ表示装置を構成する有機ＥＬ素子の断面図である。
【図６】比較例に係る有機ＥＬ表示装置の構成を表す断面図である。
【図７】変形例１に係る有機ＥＬ表示装置の構成を表す断面図である。
【図８】図７に示した有機ＥＬ表示装置の平面図である。
【図９】変形例２に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を表す断面図である。
【図１０】変形例２に係る有機ＥＬ表示装置の構成の他の例を表す断面図である。
【図１１】変形例２に係る有機ＥＬ表示装置の構成の他の例を表す断面図である。
【図１２】変形例２に係る有機ＥＬ表示装置の構成の他の例を表す断面図である。
【図１３】変形例３に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を表す断面図である。
【図１４】変形例３に係る有機ＥＬ表示装置の構成の他の例を表す断面図である。
【図１５Ａ】上記実施の形態等の画素を用いた表示装置の適用例１の表側から見た外観を
表す斜視図である。
【図１５Ｂ】上記実施の形態等の画素を用いた表示装置の適用例１の裏側から見た外観を
表す斜視図である。
【図１６】適用例２の外観を表す斜視図である。
【図１７Ａ】適用例３の外観の一例を表す斜視図である。
【図１７Ｂ】適用例３の外観の他の例を表す斜視図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。
１．実施の形態（第１被覆部および第２被覆部を設けた例）
２．変形例
　　変形例１（第１分離溝よりも外縁に金属層を設けた例）
　　変形例２（第１分離溝以外に分離溝を複数設けた例）
　　変形例３（有機層と第２電極との間に高抵抗層を設けた例）
３．適用例（電子機器への適用例）
【００１６】
＜１．実施の形態＞
（有機ＥＬ表示装置の全体構成例）
　図１は、本開示の一実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示装置１）の断面
構成を表したものである。この有機ＥＬ表示装置１は、有機ＥＬテレビジョン装置等とし
て用いられるものであり、図２に示したように、基板１１上には表示領域１１０Ａおよび
表示領域１１０Ａの周縁に周辺領域１１０Ｂが設けられている。有機ＥＬ表示装置１は、
例えば、白色有機ＥＬ素子１０Ｗと後述するカラーフィルタ１９Ａとを用いることによっ
てＲ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）のいずれかの色光が上面（基板１１と反対側の面）側か
ら出射される、上面発光型（いわゆるトップエミッション型）の表示装置である（図５参
照）。なお、図１は、図２に示したＩ－Ｉ線における有機ＥＬ表示装置１Ａの断面図であ
る。図３は、図１に示した有機ＥＬ表示装置１の全体構成の一例を表したものであり、表
示領域１１０Ａ内には、複数の画素２（赤色画素２Ｒ，緑色画素２Ｇ，青色画素２Ｂ）が
マトリクス状に配置されている。また、表示領域１１０Ａの周辺（外縁側，外周側）に位
置する周辺領域１１０Ｂには、映像表示用のドライバ（後述する周辺回路１２Ｂ）である
信号線駆動回路１２０および走査線駆動回路１３０が設けられている。
【００１７】
　表示領域１１０Ａ内には、画素駆動回路１４０が設けられている。図３は、この画素駆
動回路１４０の一例（赤色画素２Ｒ，緑色画素２Ｇ，青色画素２Ｂの画素回路の一例）を
表したものである。画素駆動回路１４０は、後述する下部電極１６１の下層に形成された
アクティブ型の駆動回路である。この画素駆動回路１４０は、駆動トランジスタＴｒ１お
よび書き込みトランジスタＴｒ２と、これらトランジスタＴｒ１，Ｔｒ２の間のキャパシ
タ（保持容量）Ｃｓとを有している。画素駆動回路１４０はまた、第１の電源ライン（Ｖ
ｃｃ）および第２の電源ライン（ＧＮＤ）の間において、駆動トランジスタＴｒ１に直列
に接続された白色有機ＥＬ素子１０Ｗを有している。即ち、赤色画素２Ｒ，緑色画素２Ｇ
，青色画素２Ｂ内にはそれぞれ、この白色有機ＥＬ素子１０Ｗが設けられている。駆動ト
ランジスタＴｒ１および書き込みトランジスタＴｒ２は、一般的な薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ）により構成され、その構成は例えば逆スタガ構造（いわゆるボトムゲート型）でも
よいしスタガ構造（トップゲート型）でもよく、特に限定されない。
【００１８】
　画素駆動回路１４０において、列方向には信号線１２０Ａが複数配置され、行方向には
走査線１３０Ａが複数配置されている。各信号線１２０Ａと各走査線１３０Ａとの交差点
が、赤色画素２Ｒ，緑色画素２Ｇ，青色画素２Ｂのいずれか１つに対応している。各信号
線１２０Ａは、信号線駆動回路１２０に接続され、この信号線駆動回路１２０から信号線
１２０Ａを介して書き込みトランジスタＴｒ２のソース電極に画像信号が供給されるよう
になっている。各走査線１３０Ａは走査線駆動回路１３０に接続され、この走査線駆動回
路１３０から走査線１３０Ａを介して書き込みトランジスタＴｒ２のゲート電極に走査信
号が順次供給されるようになっている。
【００１９】
　本実施の形態の有機ＥＬ表示装置１では、図１に示したように、表示領域１１０Ａと周
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辺領域１１０Ｂとの間の有機絶縁層１５１（第１絶縁層）に分離溝２１（第１分離溝）が
形成されている。また、分離溝２１よりも外縁には、分離溝２１を埋設するように表示領
域１１０Ａから連続して設けられた有機絶縁層１５２の端面が後述する有機層１６０また
は上部電極１６２によって覆われた被覆部２２（第１被覆部）および分離溝２１によって
周辺領域側に分離された有機絶縁層１５１の外縁側の端面が導電層１６１Ｂによって覆わ
れた被覆部２４（第２被覆部）が設けられている。更に、被覆部２２と被覆部２４との間
には、導電層１６１Ｂと上部電極１６２とが積層された封止部２３が設けられている。有
機層１６０は、有機絶縁層１５２および導電層１６１Ｂ上に、表示領域１１０Ａから周辺
領域１１０Ｂの一部にまで延在するように形成されている。具体的には、有機層１６０は
、表示領域１１０Ａから図１に示したテーパ領域Ａ１にまで形成され、このテーパ領域Ａ
１内において有機絶縁層１５２の端面を覆う被覆部２２が形成されている。ここで、テー
パ領域Ａ１とは、有機層１６０の形成時における膜の回り込み領域のことであり、表示領
域１１０Ａの外縁（外周）に形成される領域である。有機ＥＬ表示装置１は、基板１１上
に画素駆動回路１２Ａ（画素駆動回路１４０に対応）、周辺回路１２Ｂおよび金属層１３
Ａからなる配線層と、無機絶縁層１４と、有機絶縁層１５１と、下部電極１６１Ａ（およ
び導電層１６１Ｂ）と、有機絶縁層１５２（第２絶縁層）と、有機層１６０と、上部電極
１６２と、保護層１７と、充填剤層（接着層）１８Ａおよびシール剤１８Ｂと、カラーフ
ィルタ１９ＡおよびＢＭ（ブラックマトリクス）層１９Ｂとがこの順に積層された積層構
造を有している。また、この積層構造上には封止用基板１９が貼り合わされており、積層
構造が封止されるようになっている。
【００２０】
　分離溝２１は、表示領域１１０Ａと周辺領域１１０Ｂとの間の有機絶縁層１５１、具体
的には金属層１３に対応する位置の有機絶縁層１５１に設けられており、有機絶縁層１５
１を表示領域１１０Ａ側と周辺領域１１０Ｂ側とに分離するためのものである。この分離
溝２１は側壁および底面が下部電極１６１Ａおよび導電層１６１Ｂによって覆われている
。これら下部電極１６１Ａおよび導電層１６１Ｂは同一工程および同一材料によって形成
された導電層であり、例えば分離溝２１の表示領域１１０Ａ側の側壁に設けられた開口Ｐ
１によって互いに分離され、両領域間が電気的に非導通となっている。また、本実施の形
態では、分離溝２１はさらに無機絶縁層１４を貫通しており、分離溝２１の底部を覆う導
電層１６１Ｂが金属層１３Ａと直接積層された接続部（後述するカソードコンタクト２１
Ａ）を形成している。分離溝２１の内径は、例えば１０～１００μｍ程度であり、分離溝
２１の深さは、有機絶縁層１５１の厚さと無機絶縁層１４の厚さとを合わせたものであり
、例えば５００～５０００ｎｍ程度である。なお、カソードコンタクトを金属層１３Ａと
は異なる場所に形成する場合には、金属層１３Ａはなくてもよい。この場合には、例えば
、図１における金属層１３Ａ自体を除去し、導電層１６１Ｂが基板１１に直接接するよう
に形成してもよい。あるいは、無機絶縁層１４を介して基板１１に接するようにしてもよ
い。
【００２１】
　被覆部２２および被覆部２４は上記のような構成を有している。即ち、被覆部２２は、
表示領域１１０Ａから連続して設けられると共に、分離溝２１を埋設する有機絶縁層１５
２の端面を開口Ｐ１によって下部電極１６１Ａから分離された導電層１６１Ｂと有機絶縁
層１５２上に設けられた有機層１６０とが積層された構造を有する。なお、有機層１６０
の端面は導電層１６１Ｂと上部電極１６２とを積層することによって封止されている（封
止部２３）。これにより、分離溝２１によって周縁領域側に分離された有機絶縁層１５１
等に含まれる水分の有機絶縁層１５２および有機層１６０への浸入が防止される。なお、
ここでは有機絶縁層１５２の端面は有機層１６０によって覆われているが、上部電極１６
２によって直接覆われるようにしてもよい。被覆部２４は、有機絶縁層１５１の下層に設
けられた無機絶縁層１４と有機絶縁層１５１上の導電層１６１Ｂとが積層された構造を有
する。これにより、外部から周辺領域１１０Ｂ側の有機絶縁層１５１への水分の浸入が防
止され、有機層１６０および有機絶縁層１５２や、画素領域１１０Ａ側の有機絶縁層１５
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１への水分の浸入をさらに防止することができる。
【００２２】
　基板１１は、その一主面側に白色有機ＥＬ素子１０Ｗが配列形成される支持体である。
この基板１１としては、例えば、石英、ガラス、金属箔、もしくは樹脂製のフィルムやシ
ート等が用いられる。
【００２３】
　画素駆動回路１２Ａおよび周辺回路１２Ｂは、上記信号線駆動回路１２０および走査線
駆動回路１３０等からなる駆動回路（映像表示用のドライバ）である。画素駆動回路１２
Ａおよび周辺回路１２Ｂは、基板１１上において、有機絶縁層１５１の下層側（具体的に
は、基板１１と無機絶縁層１４との間）に形成されている。
【００２４】
　金属層１３Ａは、画素駆動回路１２Ａ（１４０）や周辺回路１２Ｂに対する配線層とし
て機能すると共に、後述する上部電極１６２とのコンタクトをとるための配線層（電極）
として機能するもの（カソードコンタクト２１Ａ）である。金属層１３Ａは、例えばアル
ミニウム（Ａｌ），銅（Ｃｕ），チタン（Ｔｉ）等の金属元素の単体または合金からなる
。
【００２５】
　無機絶縁層１４は、画素駆動回路１２Ａ、周辺回路１２Ｂ、金属層１３Ａ，１３Ｂおよ
び基板１１の上にほぼ一様に形成されている。この無機絶縁層１４は、例えば、酸化シリ
コン（ＳｉＯx）、窒化シリコン（ＳｉＮx）、酸化窒化シリコン（ＳｉＮxＯy）、酸化チ
タン（ＴｉＯx）または酸化アルミニウム（ＡｌxＯy）等の無機材料からなる。
【００２６】
　有機絶縁層１５１，１５２はそれぞれ、画素間絶縁層として機能するものであり、有機
絶縁層１５１が下層側、有機絶縁層１５２が上層側に形成されている。下層側の有機絶縁
層１５１は、基板１１上において、表示領域１１０Ａからその外部領域（例えば、周辺領
域１１０Ｂを介して基板１１の端部）まで延在するように形成されている。上層側の有機
絶縁層１５２は表示領域１１０Ａから周辺領域１１０Ｂの一部（例えば、表示領域１１０
Ａ寄りの周辺領域１１０Ｂ（テーパ領域Ａ１内））まで形成され、その端面は有機層１６
０によって覆われている。有機絶縁層１５１，１５２はそれぞれ、例えばポリイミド、ア
クリル、ノボラック樹脂またはシロキサン等の有機材料からなる。
【００２７】
　下部電極１６１Ａ、有機層１６０および上部電極１６２は、前述した白色有機ＥＬ素子
１０Ｗを構成する積層構造となっている。
【００２８】
　下部電極１６１Ａは、陽極（アノード電極）として機能するものであり、表示領域１１
０Ａ内においては各色の画素２（２Ｒ，２Ｇ，２Ｂ）ごとに設けられている。また、表示
領域１１０Ａの外部領域（主に周辺領域１１０Ｂ）には、この下部電極１６１が延在して
形成されると共に、開口Ｐ１によって切断された導電層１６１Ｂがほぼ一様に形成されて
いる。即ち、下部電極１６１Ａおよび導電層１６１Ｂは、同一工程および同一材料によっ
て形成されたものであり、例えば光反射率が７０％程度以上の金属材料（例えば、アルミ
ニウム（Ａｌ）や、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide：酸化インジウム錫）と銀（Ａｇ）との積
層等）によって構成されている。
【００２９】
　有機層１６０は、有機絶縁層１５２および導電層１６１Ｂ上に、表示領域１１０Ａから
周辺領域１１０Ｂの一部にまで延在するように形成されている。具体的には、有機層１６
０は、表示領域１１０Ａから図１に示したテーパ領域Ａ１にまで形成され、このテーパ領
域Ａ１内において有機絶縁層１５２の端面を覆う被覆部２２が形成されている。
【００３０】
　有機層１６０は、図５に示したように、下部電極１６１の側から順に、正孔注入層１６
０Ａ、正孔輸送層１６０Ｂ、発光層１６０Ｃ、電子輸送層１６０Ｄおよび電子注入層１６
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０Ｅを積層した積層構造を有している。これらの層のうち、発光層１６０Ｃ以外の層は必
要に応じて設ければよい。正孔注入層１６０Ａは、正孔注入効率を高めると共に、リーク
を防止するために設けられる。正孔輸送層１６０Ｂは、発光層１６０Ｃへの正孔輸送効率
を高めるためのものである。発光層１６０Ｃは、電界をかけることにより電子と正孔との
再結合が起こり、光を発生するものである。電子輸送層１６０Ｄは、発光層１６０Ｃへの
電子輸送効率を高めるためのものであり、電子注入省１６０Ｅは電子注入効率を高めるた
めのものである。なお、有機層１６０の構成材料は、一般的な低分子または高分子有機材
料であればよく、特に限定されない。
【００３１】
　上部電極１６２は、陰極（カソード電極）として機能するものであり、表示領域１１０
Ａ内において各画素２に共通の電極として設けられている。上部電極１６２は透明電極か
らなり、例えばＩＴＯやＩＺＯ（Indium Zink Oxide：酸化インジウム亜鉛）、ＺｎＯ（
酸化亜鉛）等の材料からなるのが好ましい。上部電極１６２はまた、基板１１上において
、表示領域１１０Ａからその外部領域（例えば、周辺回路１２Ｂの端部）まで延在するよ
うに形成されている。具体的には、有機絶縁層１５２の端面を覆う被覆部２２を介して導
電層１６１Ｂ上に設けられた有機層１６０よりも拡張して形成されており、この拡張領域
において導電層１６１Ｂと上部電極１６２とが直接積層され、有機層１６０（および有機
絶縁層１５２）を外気から遮断する封止部２３が設けられている。これにより、有機絶縁
層１５２および有機層１６０への水分の浸入が防止されている。なお、有機層１６０は、
必ずしも有機絶縁層１５２の端面を覆う必要はなく、上部電極１６２が直接有機絶縁層１
５２の端面を覆うような構成としてもよい。
【００３２】
　また、上部電極１６２は、上記のように周辺領域１１０Ｂにおいて導電層１６１Ｂと直
接積層されることにより、上部電極１６０と金属層１３Ａとが導電層１６１Ｂを介して電
気的に接続されている。即ち、表示領域１１０Ａと周辺領域１１０Ｂとの間には、有機絶
縁層１５１を分離する分離溝２１が形成されると共に、上部電極１６２と金属層１３Ａと
が電気的に接続された、所謂カソードコンタクト２１Ａが形成されている。このカソード
コンタクト２１Ａは、図２に示したように、分離溝２１と共に表示領域１１０Ａを囲むよ
うに連続して設けられている。このように、カソードコンタクト２１Ａを、表示パネル（
表示領域１１０Ａ）を囲むように設けることにより、大型化した際にパネル中央部の輝度
が低下する虞を防止することができる。なお、カソードコンタクト２１Ａは必ずしも表示
領域１１０Ａの周囲に連続して設けられている必要はなく、一部あるいは複数個所で切断
されていてもよい。
【００３３】
　保護層１７は、上部電極１６２上に形成されると共に、例えば周辺回路１２Ｂ、無機絶
縁層１４、有機絶縁層１５１、導電層１６１Ｂおよび上部電極１６２の端面を覆うように
基板１１上まで連続して形成されている。この保護層１７は、例えば、酸化シリコン（Ｓ
ｉＯx）、窒化シリコン（ＳｉＮx）、酸化窒化シリコン（ＳｉＮxＯy）、酸化チタン（Ｔ
ｉＯx）または酸化アルミニウム（ＡｌxＯy）等の無機材料からなる。
【００３４】
　充填剤層１８Ａは、保護層１７の上にほぼ一様に形成されており、接着層として機能す
るものである。この充填剤層１８Ａは、例えばエポキシ樹脂またはアクリル樹脂等からな
る。また、シート状の樹脂膜を用いて形成してもよい。更に、必ずしも設けなくてもよく
、この充電材料１８Ａの部分を中空としてもよい。
【００３５】
　シール材１８Ｂは、基板１１の端部（端縁部）に配設されており、基板１１と封止用基
板１９との間の各層を外部から封止するための部材である。このようなシール材１８Ｂも
また、例えばエポキシ樹脂またはアクリル樹脂等からなる。シール材１８Ｂには、例えば
水分や二酸化炭素（ＣＯ2）等を吸着するゲッター剤を添加してもよい。
【００３６】
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　封止用基板１９は、充填剤層１８Ａおよびシール材１８Ｂと共に、白色有機ＥＬ素子１
０Ｗを封止するものである。封止用基板１９は、赤色画素２Ｒ，緑色画素２Ｇ，青色画素
２Ｂから出射される各色光に対して透明なガラス等の材料により構成されている。この封
止用基板１９における基板１１側の面上には、各画素２に対応する位置にそれぞれ、例え
ば、赤色フィルタ，緑色フィルタおよび青色フィルタからなるカラーフィルタ１９Ａが設
けられ、各画素２の間にＢＭ層１９Ｂ（遮光膜）が設けられている。これにより、赤色画
素２Ｒ，緑色画素２Ｇ，青色画素２Ｂ内の各白色有機ＥＬ素子１０Ｗから発せられた白色
光が、上記した各色のカラーフィルタを透過することによって、赤色光，緑色光，青色光
がそれぞれ出射されるようになっている。また、赤色画素２Ｒ，緑色画素２Ｇ，青色画素
２Ｂ内ならびにその間の配線において反射された外光を吸収し、コントラストを改善する
ようになっている。
【００３７】
（有機ＥＬ表示装置１の製造方法）
　この有機ＥＬ表示装置１は、例えば次のようにして製造することができる。
【００３８】
　まず、上述した材料からなる基板１１上に、画素駆動回路１２Ａ（１４０）および周辺
回路１２Ｂを形成する。また、それと共に、上述した材料からなる金属層１３Ａを、例え
ばスパッタ法により成膜した後、例えばフォトリソグラフィー法およびエッチングにより
所望の形状にパターニングすることにより形成する。そののち、これら画素駆動回路１２
Ａ、周辺回路１２Ｂおよび金属層１３Ａの上に、上述した材料からなる無機絶縁層１４を
、例えばプラズマＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition；化学気相成長）法を用いて形成
する。但し、このときの成膜方法としては、上記したＣＶＤ法には限られず、例えば、Ｐ
ＶＤ（Physical Vapor Deposition；物理気相成長）法やＡＬＤ（Atomic Layer Depositi
on；原子層堆積）法、（真空）蒸着法等を用いるようにしてもよい。次いで、表示領域１
１０Ａ内のフォトリソグラフィー法によるパターングと同時に金属層１３Ａを露出させる
ようにパターングし、金属層１３Ａ上の無機絶縁層をエッチングにより除去する。
【００３９】
　続いて、この無機絶縁層１４上に、上述した材料からなる有機絶縁層１５１を、例えば
スピンコート法や液滴吐出法等の塗布法（湿式法）により形成する。そののち、分離溝２
１を、例えばフォトリソグラフィー法により、表示領域１１０Ａと周辺領域１１０Ｂとの
間に形成し、有機絶縁層１５１を表示領域１１０Ａ側と周辺領域１１０Ｂ側とに分離する
。次いで、有機絶縁層１５１上に、上述した材料からなる下部電極１６１Ａおよび導電層
１６１Ｂとなる金属膜を、例えばスパッタ法により成膜した後、例えばフォトリソグラフ
ィー法により所望の形状にパターニングすることにより形成する。具体的には、図１に示
したように、表示領域１１０Ａと周辺領域１１０Ｂとの境界付近において下部電極１６１
を切断し、両領域間が電気的にも非導通となるようにする。これにより、分離溝２１の側
面および底部および周辺領域１１０Ｂ側の有機絶縁層１５１の端面が、それぞれ対応する
下部電極１６１Ａおよび導電層１６１Ｂにより被覆される。また、分離溝２１によって分
離された周辺領域側の有機絶縁層１５１の外縁側の端面が同伝送１６１Ｂによって被覆さ
れる。
【００４０】
　次に、下部電極１６１Ａ、導電層１６１Ｂおよび有機絶縁層１５１の上に、上述した材
料からなる有機絶縁層１５２を、例えばスピンコート法や液滴吐出法等の塗布法（湿式法
）により形成する。そののち、例えばフォトリソグラフィー法により周辺領域１１０Ｂの
一部の領域の有機絶縁層１５２を除去する。続いて、有機絶縁層１５２上に、上述した材
料からなる有機層１６０の各層を、表示領域１１０Ａをカバーするエリアマスクを用いて
、例えば蒸着法により形成する。このとき、実際には、表示領域１１０Ａから図１に示し
たテーパ領域Ａ１にまで、有機層１６０が回り込んで成膜される。
【００４１】
　次に、上述した材料からなる上部電極１６２を、例えばスパッタ法を用いて有機層１６
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０および導電層１６１Ｂの上に成膜する。続いて、上部電極１６２の上に、上述した材料
からなる保護層１７を、例えばプラズマＣＶＤ法やＰＶＤ法、ＡＬＤ法、蒸着法等を用い
て形成する。
【００４２】
　次に、上述した材料からなる封止用基板１９上に、カラーフィルタ１９ＡおよびＢＭ層
１９Ｂをそれぞれ、例えばスピンコート法等により塗布した後、フォトリソグラフィー法
を用いテーパターニングすることにより形成する。続いて、封止用基板１９上に、前述し
た材料からなる充填剤層１８Ａおよびシール材１８Ｂをそれぞれ形成する。最後に、これ
らの充填剤層１８Ａおよびシール材１８Ｂを間にして、封止用基板１９を貼り合わせる。
以上により、図１に示した有機ＥＬ表示装置１が完成する。
【００４３】
（有機ＥＬ表示装置１の作用・効果）
　この有機ＥＬ表示装置１では、各画素２に対して走査線駆動回路１３０から書き込みト
ランジスタＴｒ２のゲート電極を介して走査信号が供給されると共に、信号線駆動回路１
２０から画像信号が書き込みトランジスタＴｒ２を介して保持容量Ｃｓに保持される。即
ち、保持容量Ｃｓに保持された信号に応じて駆動トランジスタＴｒ１がオンオフ制御され
、これにより、白色有機ＥＬ素子１０Ｗに駆動電流Ｉｄが注入され、正孔と電子とが再結
合して発光が起こる。この光は、ここでは有機ＥＬ表示装置１が上面発光型（トップエミ
ッション型）であるため、上部電極１６２、保護層１７、充填剤層１８Ａ、各色のカラー
フィルタ（図示せず）および封止用基板１９を透過して取り出される。このようにして、
有機ＥＬ表示装置１において映像表示（カラー映像表示）がなされる。
【００４４】
　ところで、このような有機ＥＬ表示装置では一般に、吸湿によって有機ＥＬ素子におけ
る有機層の劣化が生じ、有機ＥＬ素子における発光輝度が低下したり発光が不安定になる
等、経時的な安定性が低くかつ寿命が短いといった問題がある。
【００４５】
（比較例）
　そこで、図６に示した比較例に係る有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示装置１００）では
、以下のような有機層１６０への水分の侵入を防ぐ構造を設けることにより、上記の問題
（水分に起因した、有機ＥＬ素子における有機層の劣化）を解決している。図６は、この
比較例に係る有機ＥＬ表示装置１００の断面構成を表したものである。この有機ＥＬ表示
装置１００では、有機層１６０への水分の侵入を防ぐ構造として、表示領域１１０Ａを囲
む位置（表示領域１１０Ａの外縁側，外周側）に、２つ（２種類）の分離溝１０１，１０
２が形成されている。
【００４６】
　具体的には、まず、シール材１８Ｂに対応する領域（基板１１の端部付近）に、有機絶
縁層１５１，１５２をそれぞれその内部領域側と外部領域側とに分離する分離溝１０１が
形成されている。また、表示領域１１０Ａと周辺領域１１０Ｂとの間の領域、具体的には
、前述したテーパ領域Ａ１およびマスクずれ領域Ａ２の外周側（外縁側）と周辺領域１１
０Ｂとの間の領域に、分離溝１０２が形成されている。この分離溝１０２は、本実施の形
態の有機ＥＬ表示装置１における分離溝２１とは異なり、有機絶縁層１５１，１５２の双
方を、表示領域１１０Ａ側と周辺領域１１０Ｂ側とに分離するものとなっている。
【００４７】
　この比較例の有機ＥＬ表示装置１００では、上記した分離溝１０２が設けられているこ
とにより、上記周辺領域１１０Ｂ側の有機絶縁層１５１，１５２に存在する水分が、これ
ら有機絶縁層１５１，１５２内を通過して表示領域１１０Ａ側に浸入することが回避され
る。したがって、分離溝２５によって外部から有機層１６０への水分の侵入を防ぐことが
可能となるのに加え、有機表示装置１００内に取り残された水分が有機絶縁層１５１，１
５２を通過することに起因した、有機層１６０の劣化を抑えることが可能となっている。
【００４８】
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　ところが、前述したように、白色有機ＥＬ素子１０Ｗを構成する有機層１６０等の成膜
の際にエリアマスクを使用する場合、この比較例の有機ＥＬ表示装置１００では、以下の
問題が生じてしまう。即ち、このような場合、エリアマスクのアライメントずれ（図中の
マスクずれ領域Ａ２）と膜の回り込み（図中のテーパ領域Ａ１）とを考慮すると、上記し
た分離溝１０２を、表示領域１１０Ａから十分に離れた位置に形成する必要がある。具体
的には、上記したように、テーパ領域Ａ１およびマスクずれ領域Ａ２の外周側（外縁側）
と周辺領域１１０Ｂとの領域に、分離溝１０２を形成することになる。これは、分離溝１
０２が、有機絶縁層１５１，１５２の双方を分離するための溝であることから、有機層１
６０が形成される（可能性がある）テーパ領域Ａ１やマスクずれ領域Ａ２には、分離溝１
０２を形成することができないことに起因している。
【００４９】
　このことから、比較例の有機ＥＬ表示装置１００では、図６のように額縁を広く取る必
要が生じ、狭額縁化を図ることが困難となってしまう。加えて、表示領域１１０Ａと周辺
領域１１０Ｂとの間の距離を広く取ることにより、この領域（分離溝１０２の内部領域）
における有機絶縁層１５１，１５２内に含まれる水分が有機層１６０へ侵入することに起
因して、有機層１６０が劣化してしまうことになる
【００５０】
（本実施の形態）
　これに対して本実施の形態の有機ＥＬ表示装置１では、上記比較例とは異なり、表示領
域１１０Ａと周辺領域１１０Ｂとの間に、有機絶縁層１５１を表示領域１１０Ａ側と周辺
領域１１０Ｂ側とに分離する分離溝２１が設けられている。また、有機絶縁層１５２は想
定されるテーパ領域Ａ１よりも外周（外縁）側が除去され、有機絶縁層１５２の端面は有
機層１６０または上部電極１６２によって覆われている（被覆部２２）。更に、有機層１
６０（および有機絶縁膜層１５２）は導電層１６１Ａと、有機層１６０よりも上層に形成
されている上部電極１６２とによって封止されている（封止部２３）。即ち、この有機Ｅ
Ｌ表示装置１では、比較例とは異なり、テーパ領域Ａ１およびマスクずれ領域Ａ２より内
周側において下層側の有機絶縁層１５１を選択的に分離する。また、周辺領域１１０Ｂに
設けられた有機絶縁層１５２は有機層１６０の形成領域よりも表示領域１１０Ａ側から除
去され、導電層１６１Ｂおよび上部電極１６２によって有機層１６０と共に有機絶縁膜１
５２が封止されている。更にまた、分離溝２１によって周辺領域側に分離された有機絶縁
層１５１の外縁側の端面が導電層１６１Ｂによって覆われている（被覆部２４）。
【００５１】
　これにより、本実施の形態では、上記分離溝１０２が形成されている比較例とは異なり
、周辺領域１１０Ｂに形成された有機絶縁層１５１内に含まれる水分の有機層１６０への
浸入が回避される。また、有機絶縁層１５２から有機層１６０への浸入する虞のある水分
量が低減される。更に、外部から周辺領域１１０Ｂ側の有機絶縁層１５１への水分や有機
層１６０を劣化させる虞のあるガス等の浸入が防止され、有機層１６０および有機絶縁層
１５２や、画素領域１１０Ａ側の有機絶縁層１５１への水分の浸入が更に低減される。
【００５２】
　更にまた、有機層１６０への水分の浸入を防ぐ構造（分離溝２１）を表示装置１１０Ａ
と周辺領域１１０Ｂとの間（比較例におけるテーパ領域Ａ１およびマスクずれ領域Ａ２の
内部領域）に形成できるため、比較例と比べて周辺回路１２Ｂ（周辺領域１１０Ｂ）を表
示領域１１０Ａ側に形成することができるようになる。即ち、上記比較例と比べて額縁を
狭くする（表示領域１１０Ａと周辺領域１１０Ｂとの間の距離を小さくする）ことができ
、狭額縁化（表示装置の小型化および低コスト化）が実現される。
【００５３】
　また、本実施の形態では分離溝２１において、上部電極１６２が積層された導電層１６
１Ｂと金属層１３Ａとを積層させることにより、上部電極１６２と金属層１３Ａとが電気
的に接続されるようになる。即ち、表示領域１１０Ａと周辺領域１１０Ｂとの間に、カソ
ードコンタクト２１Ａが表示領域１１０Ａを連続して囲むように設けられるため、表示パ
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ネル内の輝度ムラを低減することができる。
【００５４】
　以上のように本実施の形態では、表示領域１１０Ａと周辺領域１１０Ｂとの間に、有機
絶縁層１５１を表示領域１１０Ａ側と周辺領域１１０Ｂ側とに分離する分離溝２１を形成
する。また、有機絶縁層１５２の端面が有機層１６０または上部電極１６２によって覆わ
れる被覆部２２および有機層１６０を導電層１６１Ｂと上部電極１６２とによって封止す
る封止部２３を設けるようにしたので、有機層１６０への水分の浸入が回避することがで
きる。更に、分離溝２１によって周辺領域側に分離された有機絶縁層１５１の外縁側の端
面が導電層１６１Ｂによって覆われる被覆部２４を設けるようにしたので、外部から周辺
領域１１０Ｂ側の有機絶縁層１５１への水分や有機層１６０を劣化させる虞のあるガス等
の浸入が防止することができる。よって、有機ＥＬ素子１０の劣化を抑えて信頼性を向上
させることが可能となると共に、表示領域１１０Ａと周辺領域１１０Ｂとの間の距離を小
さくすることができ、狭額縁化を図ることも可能となる。
【００５５】
＜２．変形例＞
　続いて、上記実施の形態の変形例（変形例１～３）について説明する。なお、上記実施
の形態における構成要素と同じものには同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００５６】
（変形例１）
　図７は、上記実施の形態の変形例１に係る有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示装置１Ａ）
の断面構成を表したものである。この有機ＥＬ表示装置１Ａは、周辺回路１２Ｂの外側に
金属層１３Ｂを設け、この金属層１３Ｂにおいても導電層１６１Ｂおよび上部電極１６２
と電気的に接続されている点が上記実施の形態とは異なる。図８は、図７に示した有機Ｅ
Ｌ表示装置１Ａの平面構成を表したものであり、図７は、図８に示したＩＩ－ＩＩにおけ
る有機ＥＬ表示装置１Ａの断面図である。
【００５７】
　このような構成の有機ＥＬ表示装置１Ａにおいても上記実施の形態と同様の効果を得る
ことができる。また、周辺回路１２Ｂの外側に金属層１３Ｂを設けることによって導電層
１６１Ｂと金属層１３Ａのみのカソードコンタクトより抵抗を低くすることができ、表示
パネルの輝度ムラをより低減することが可能となる。なお、この金属層１３Ｂと導電層１
６１Ｂを介した上部電極１６２との積層構造は、図２に示したカソードコンタクト２１Ａ
のように表示領域１１０Ａの周囲に連続して設けられていてもよいし、図８に示したよう
に、例えば周辺領域１１０Ｂの四隅にそれぞれ分離した状態で設けてもよい。
【００５８】
（変形例２）
　図９，１０は、変形例２に係る有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示装置１Ｂ，１Ｃ）の断
面構成を表したものである。この有機ＥＬ表示装置１Ｂ，１Ｃは、分離溝２１よりも外側
の有機絶縁層１５１に１つ（有機ＥＬ表示装置１Ｂ）または複数（有機ＥＬ表示装置１Ｃ
）の分離溝（分離溝２５（２５Ａ，２５Ｂ））を形成した点が上記実施例とは異なる。ま
た、図１１，１２は本変形例と上記変形例１とを組み合わせたもの、即ち、周辺回路１２
Ｂの外側に金属層１３Ｂを設け、この金属層１３Ｂにおいても導電層１６１Ｂおよび上部
電極１６２と電気的に接続すると共に、分離溝２１とこの金属層１３Ｂと上部電極１６２
との電気的接続部Ｃとの間の有機絶縁層１５１に１つ（結城ＥＬ表示装置１Ｄ）または複
数（結城ＥＬ表示装置１Ｅ）の分離溝２５（２５Ａ，２５Ｂ）を形成した有機ＥＬ表示装
置の断面構成を表したものである。なお、本変形例では有機絶縁層１５１を分離する分離
溝を１つ（分離溝２５）または２つ（分離溝２５Ａ、２５Ｂ）を設けた例を示したが、こ
れに限らず、３つ以上形成しても構わない。
【００５９】
　このような構成の有機ＥＬ表示装置１Ｂ～１Ｅにおいても上記実施の形態と同様の効果
を得ることができる。また、分離溝２１よりも外側の有機絶縁層１５１に１つまたは２以
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上の分離溝２５（２５Ａ，２５Ｂ）を設けることにより、有機絶縁層１５１内に含まれる
水分および有機絶縁層１５１を侵入経路とした、外部からの水分の浸入をより低減させる
効果が得られる。
【００６０】
（変形例３）
　図１３は、変形例１に係る有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示装置１Ｆ）の断面構成を表
したものである。図１４は、本変形例と上記変形例１とを組み合わせた有機ＥＬ表示装置
（有機ＥＬ表示装置１Ｇ）である。この有機ＥＬ表示装置１Ｆおよび有機ＥＬ表示装置１
Ｇは、有機層１６０と上部電極１６２との間に高抵抗層１６３を設けた点が上記実施の形
態および変形例１とは異なる。
【００６１】
　高抵抗層１６３は、図１３，図１４に示したように、例えば有機層１６０の上面および
側面（端面）を覆うように有機層１６０の形成領域よりも拡張して設けられており、その
端面は上記実施の形態における有機層１６０と同様に導電層１６１Ｂと上部電極１６２と
によって封止されている。高抵抗層１６３の材料としては、例えば抵抗率が１～１０7Ω
ｃｍの材料、具体的には、例えば酸化ニオブ（ＮｂＯｘ），酸化チタン（ＴｉＯｘ），酸
化モリブデン（ＭｏＯｘ）または酸化タンタル（ＴａＯｘ）、あるいは酸化ニオブ（Ｎｂ
Ｏｘ）と酸化チタン（ＴｉＯｘ）の混合物，酸化チタン（ＴｉＯｘ）と酸化亜鉛（ＺｎＯ
ｘ）の混合物または酸化ケイ素（ＳｉＯｘ）と酸化スズ（ＳｎＯｘ）の混合物が挙げられ
る。
【００６２】
　このように、有機層１６０と上部電極１６２との間に高抵抗層１６３を設けることによ
り、上記実施の形態における効果に加えて、有機ＥＬ表示装置１Ｆ，１Ｇにおける滅点の
発生が抑制されるという効果を奏する。
【００６３】
＜３．適用例＞
　以下、上記実施の形態および変形例１～３で説明した有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示
装置１，１Ａ～１Ｇ）の適用例について説明する。上記実施の形態の有機電界発光装置は
、テレビジョン装置，デジタルカメラ，ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の
携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力された映像信号あるいは内部で生
成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器の表示装置
に適用することが可能である。特に、モバイル向けの中小型ディスプレイに好適である。
以下にその一例を示す。
【００６４】
（適用例１）
　図１５Ａおよび図１５Ｂは、適用例１に係るスマートフォン２２０の外観を表したもの
である。このスマートフォン２２０は、例えば、表側に表示部２２１および操作部２２２
を有し、裏側にカメラ２２３を有しており、表示部２２１に上記実施の形態等の有機ＥＬ
表示装置が搭載されている。
【００６５】
（適用例２）
　図１６は、適用例２に係るテレビジョン装置の外観を表したものである。このテレビジ
ョン装置は、例えば、フロントパネル３１０およびフィルターガラス３２０を含む映像表
示画面部３００を有しており、映像表示画面３００が、上記実施の形態等の有機ＥＬ表示
装置に相当する。
【００６６】
（適用例３）
　図１７Ａ，１７Ｂは、適用例３に係るタブレットパーソナルコンピュータ４４０の外観
を表したものである。このタブレットパーソナルコンピュータ４４０は、例えば、タッチ
パネル部４１０および操作部４３０が配置された筐体４２０を有しており、タッチパネル



(15) JP 2015-187928 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

部４１０に上記実施の形態等の有機ＥＬ表示装置が搭載されている。
【００６７】
＜その他の変形例＞
　以上、実施の形態、変形例１～３および適用例を挙げて本開示を説明したが、本開示は
これらの実施の形態等に限定されず、種々の変形が可能である。
【００６８】
　例えば、上記実施の形態等において説明した各層の材料および厚み、または成膜方法お
よび成膜条件等は限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよく、または他
の成膜方法および成膜条件としてもよい。具体的には、例えば上記実施の形態等では、本
開示における「第１絶縁層および第２絶縁層」がそれぞれ有機絶縁層（有機絶縁層１５１
，１５２）である場合について説明したが、場合によっては、これらの絶縁層を有機材料
以外の材料によって構成してもよい。
【００６９】
　また、上記実施の形態等では、有機ＥＬ表示装置が上面発光型（トップエミッション型
）のものである場合について説明したが、これには限られず、例えば下面発光型（ボトム
エミッション型）の構成としてもよい。このような下面発光型の有機ＥＬ表示装置の場合
には、例えば下部電極１６１をＩＴＯ，ＩＺＯおよびＺｎＯのいずれか、上部電極１６２
をＡｌやＭｇＡｇあるいはＩＴＯ／Ａｇ／ＩＴＯの積層構造等を用いて形成し、有機層１
６０の積層順序を上記実施の形態とは逆に形成する。なお、この場合にはカラーフィルタ
１９ＡはＴＦＴ（Ｔｒ１）等が形成されている層と有機絶縁層１５１との間に設ける。可
燃発光型の有機ＥＬ表示装置では、有機層１６０内の発光層からの光は、下部電極および
基板１１を透過して外部へ取り出されることになる。また、このような有機ＥＬ表示装置
において、いわゆるマイクロキャビティ（微小共振器）構造を設けるようにしてもよい。
この微小共振器構造は、例えば、一対の反射膜間に所定の屈折率差を有する複数の層を積
層した構造であり、入射光を一対の反射膜間で繰り返し反射させることにより光閉じ込め
を行うものである。
【００７０】
　更に、上記実施の形態等では、有機ＥＬ素子の構成を具体的に挙げて説明したが、全て
の層を備える必要はなく、また、他の層を更に備えていてもよい。例えば、上記実施の形
態等では、有機ＥＬ素子（白色有機ＥＬ素子１０Ｗ）の有機層１６０の構成を、下部電極
１６１の側から順に、正孔注入層１６０Ａ、正孔輸送層１６０Ｂ、発光層１６０Ｃ、電子
輸送層１６０Ｄおよび電子注入層１６０Ｅを積層した積層構造としたが、これに限らない
。例えば、所謂スタック構造、具体的には、上記積層構造上に電荷発生層を形成し、この
電荷発生層上に、正孔注入層１６０Ａ’、正孔輸送層１６０Ｂ’、発光層１６０Ｃ’、電
子輸送層１６０Ｄ’および電子注入層１６０Ｅ’を積層した構成としてもよい。なお、電
荷発生層を間にした各層（例えば正孔注入層１６０Ａ、１６０Ａ’）は、互いに同じ材料
によって形成してもよいし、異なる材料を用いて形成してもよく、各発光層１６０Ｃ，１
６０Ｃ’に適した材料を用いることが好ましい。また、発光層１６０Ｃ、１６０Ｃ’はそ
れぞれ必ずしも単層ではなく、異なる色光を発する発光層を２層以上積層させてもよい。
具体的には、例えば上記実施の形態のように有機ＥＬ素子として白色有機ＥＬ素子１０Ｗ
を用いる場合には、発光層１６０Ｃとして青色発光層を、発光層１６０Ｃ’として黄色発
光層を形成するようにしてもよい。あるいは、発光層１６０Ｃとして青色発光層を、発光
層１６０Ｃ’として赤色発光層および緑色発光層の２層を積層させて白色有機ＥＬ素子１
０Ｗとしてもよい。
【００７１】
　更に、分離溝２１によって分離された有機絶縁層１５１のうち、周辺領域１１０Ｂ側に
設けられた有機絶縁層１５１を除去してもかまわない。
【００７２】
　加えて、上記実施の形態等では、アクティブマトリクス型の表示装置の場合について説
明したが、本開示はパッシブマトリクス型の表示装置への適用も可能である。更にまた、



(16) JP 2015-187928 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

アクティブマトリクス駆動のための画素駆動回路の構成は、上記実施の形態で説明したも
のに限られず、必要に応じて容量素子やトランジスタを追加してもよい。その場合、画素
駆動回路の変更に応じて、上述した信号線駆動回路１２０や走査線駆動回路１３０の他に
、必要な駆動回路を追加してもよい。
【００７３】
　また、上記実施の形態等では、色画素として赤色画素２Ｒ，緑色画素２Ｇ，青色画素２
Ｂの３種類を例に説明したが、これに限らず、例えば白色画素２Ｗや黄色画素２Ｙ等の色
画素を組み合わせてもよい。なお、本明細書中に記載された効果はあくまで例示であって
限定されるものではなく、また、他の効果であってもよい。
【００７４】
　なお、本技術は以下のような構成をとることも可能である。
（１）それぞれ、基板側から第１電極、発光層を含む有機層および第２電極の順に積層さ
れた発光素子を有する複数の画素が配設された表示領域と、前記表示領域の外縁側に設け
られると共に、周辺回路を有する周辺領域と、前記表示領域から前記周辺領域へ延在する
ように設けられた、下層側の第１絶縁層および上層側の第２絶縁層と、前記表示領域と前
記周辺領域との間の前記第１絶縁層に設けられた第１分離溝と、前記第１分離溝の側面か
ら底部を介して、周辺領域の前記第1絶縁層上に設けられた第１導電層と、前記第２絶縁
層の少なくとも端面が前記有機層または前記第２電極によって覆われた第１被覆部と、前
記第１被覆部の外縁側に設けられると共に、前記第１導電層と前記第２電極とが積層され
てなる封止部と、前記第１分離溝によって前記周辺領域側に分離された前記第１絶縁層の
外縁側の端面が前記第１導電層によって覆われた第２被覆部とを備えた有機ＥＬ表示装置
。
（２）前記基板と前記第１絶縁層との間に、前記基板側から第２導電層、第３絶縁層の順
に設けられ、前記第１分離溝は前記第１絶縁層および前記第３絶縁層を分離し、前記第１
分離溝の底部において前記第１導電層と前記第２導電層とが積層された接続部が形成され
ている、前記（１）に記載の有機ＥＬ表示装置。
（３）前記第２電極および前記第２導電層は、前記第１導電層を介して電気的に接続され
ている、前記（２）に記載の有機ＥＬ表示装置。
（４）前記第１電極および前記第１導電層は同一工程によって形成されている、前記（１
）乃至（３）のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
（５）前記周辺領域に設けられると共に、前記第１絶縁層を内部領域側と外部領域側とに
分離する第２分離溝を有する、前記（１）乃至（４）のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装
置。
（６）前記第２分離溝の壁面および底面は前記第１導電層によって被覆され、前記第２分
離溝は前記第２電極によって埋め込まれている、前記（３）乃至（５）のいずれかに記載
の有機ＥＬ表示装置。
（７）前記有機層と前記第２電極との間に高抵抗層を有する、前記（１）乃至（６）のい
ずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
（８）前記第１絶縁層および前記第２絶縁層は有機絶縁層であり、前記第３絶縁層は無機
絶縁層である、前記（１）乃至（７）のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
（９）前記基板の端部にシール材が配設されている、前記（１）乃至（８）のいずれかに
記載の有機ＥＬ表示装置。
（１０）前記周辺回路は、前記基板上において前記第３絶縁層の下層側に形成されている
、前記（２）乃至（９）のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
（１１）前記発光素子は、前記基板上に、前記第１電極側から、正孔注入層、正孔輸送層
、発光層、電子輸送層および電子注入層の順に設けられている、前記（１）乃至（１０）
のいずれかに記載の有機ＥＬ表示装置。
（１２）前記発光素子は、前記基板上に、前記第１電極側から、正孔注入層、正孔輸送層
、発光層、電子輸送層、電子注入層、電荷発生層、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電
子輸送層および電子注入層が設けられている、前記（１）乃至（１０）に記載の有機ＥＬ
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（１３）前記複数の画素は、赤色画素、緑色画素および青色画素、または、赤色画素、緑
色画素、青色画素、および白色画素からなる、前記（１）乃至（１２）のいずれかに記載
の有機ＥＬ表示装置。
（１４）有機ＥＬ表示装置を備え、前記有機ＥＬ表示装置は、それぞれ、基板側から第１
電極、発光層を含む有機層および第２電極の順に積層された発光素子を有する複数の画素
が配設された表示領域と、前記表示領域の外縁側に設けられると共に、周辺回路を有する
周辺領域と、前記表示領域から前記周辺領域へ延在するように設けられた、下層側の第１
絶縁層および上層側の第２絶縁層と、前記表示領域と前記周辺領域との間の前記第１絶縁
層に設けられた第１分離溝と、前記第１分離溝の側面から底部を介して、周辺領域の前記
第1絶縁層上に設けられた第１導電層と、前記第２絶縁層の少なくとも端面が前記有機層
または前記第２電極によって覆われた第１被覆部と、前記第１被覆部の外縁側に設けられ
ると共に、前記第１導電層と前記第２電極とが積層されてなる封止部と、前記第１分離溝
によって前記周辺領域側に分離された前記第１絶縁層の外縁側の端面が前記第１導電層に
よって覆われた第２被覆部とを有する電子機器。
【符号の説明】
【００７５】
　１，１Ａ～１Ｇ…有機ＥＬ表示装置、２…画素、２Ｒ…赤色画素、２Ｇ…緑色画素、２
Ｂ…青色画素、１０Ｗ…白色有機ＥＬ素子、１１…基板、１１０Ａ…表示領域、１１０Ｂ
…周辺領域、１２Ａ（１４０）…画素駆動回路、１２Ｂ…周辺回路、１３Ａ，１３Ｂ…金
属層、１４…無機絶縁層、１５１，１５２…有機絶縁層、１６０…有機層１６０１…下部
電極、１６２…上部電極、１７…保護層、１８Ａ…充填剤層、１８Ｂ…シール材、１９…
封止用基板、１９Ａ…カラーフィルタ、１９Ｂ…ＢＭ層、２１，２５，２５Ａ，２５Ｂ…
分離溝、２１Ａ…カソードコンタクト、２２，２４…被覆部、２３…封止部、Ａ１…テー
パ領域、Ａ２…マスクずれ領域。
【図１】 【図２】
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